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一种脱胶方法

(57)摘要

本发明提供了一种脱胶方法。本发明的脱胶

方法包括如下步骤：A)将UV减粘膜贴合在待脱胶

面上；B)采用UV照射所述UV减粘膜，随后去除所

述UV减粘膜；其中，在进行所述UV照射之前，所述

UV减粘膜的180°剥离强度为7‑15N/25mm。本发明

的脱胶方法能够高效、方便、低风险地脱除被贴

物表面的残脱，脱胶效果好，残胶的残留率低。
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1.一种脱胶方法，其特征在于，包括如下步骤：

A)将UV减粘膜贴合在待脱胶面上；

B)采用UV照射所述UV减粘膜，随后去除所述UV减粘膜；

其中，在进行所述UV照射之前，所述UV减粘膜的180°剥离强度为7-15N/25mm；

所述UV减粘膜包括胶层，所述胶层包括原胶、光引发剂和固化剂；其中，

所述光引发剂的用量为原胶固含量的1-3％；

所述光引发剂选自TPO、MBF、光引发剂1173和光引发剂184中的至少一种；

所述固化剂的用量为原胶固含量的0.2-0.8％；

所述固化剂为异氰酸酯固化剂；

所述原胶为亚克力胶；

所述UV减粘膜还包括基材层，所述基材层的材质选自PVC、PO或EVA。

2.根据权利要求1所述的脱胶方法，其特征在于，步骤A)包括：

将UV减粘膜贴覆在待脱胶面上；

对贴覆有UV减粘膜的待脱胶面进行施压。

3.根据权利要求1所述的脱胶方法，其特征在于，所述UV照射的照射大于200mJ/cm2。

4.根据权利要求1所述的脱胶方法，其特征在于，在进行所述UV照射之前，所述UV减粘

膜的180°剥离强度小于1N/25mm。
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一种脱胶方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种脱胶方法，尤其涉及一种利用UV减粘膜进行脱胶的方法。

背景技术

[0002] 随着胶粘剂行业的飞速发展，减粘膜已经广泛应用于半导体、锂电池及各类模组

的表面保护。UV减粘膜是一种在使用时具有较高的剥离强度，通过UV光照射后能够迅速失

去粘性的特殊胶带，其通常在晶圆材料加工过程中通过粘结固定起到保护和支撑作用。

[0003] 在科研和实际生产中，不可避免地会出现表面残胶及脱胶等现象，如何高效、环保

地将其去除成为人们越来越关注的问题。目前，行业内大部分去除被贴物表面残胶及脱胶

的方法是利用有机溶剂将被贴物表面的残胶擦去，采用有机溶剂擦除残胶存在侵蚀被贴物

表面等风险，容易造成被贴物表面损坏。

[0004] 有鉴于此，特提出本发明。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种脱胶方法，该脱胶方法不仅操作简单，并且能够高效、

方便、低风险地脱除被贴物表面的残脱，脱胶效果好，残胶的残留率低。

[0006] 本发明提供的脱胶方法，包括如下步骤：

[0007] A)将UV减粘膜贴合在待脱胶面上；

[0008] B)采用UV照射所述UV减粘膜，随后去除所述UV减粘膜；

[0009] 其中，在进行所述UV照射之前，所述UV减粘膜的180°剥离强度为7-15N/25mm。

[0010] 本发明的脱胶方法主要用于对基材表面残留的UV胶(以下简称为残胶)进行脱除；

可以理解的是，所述待脱胶面为基材上具有残胶或待脱胶的表面。本发明对基材及残留的

UV胶的组成均不作严格限制，基材例如可以是方形扁平无引脚封装(QFN)、印制电路板

(PCB)、不锈钢(SUS)、玻璃(GLASS)等。

[0011] 本发明的脱胶方法采用180°剥离强度为7-15N/25mm的UV减粘膜进行。若180°剥离

强度过大(大于15N/25mm)，虽然粘附力强，然而容易形成残胶；若剥离强度过小(小于7N/

25mm)，则不易去除残胶。

[0012] 本发明的脱胶方法采用180°剥离强度适宜的UV减粘膜进行；在UV照射之前，其能

够良好地贴合在待脱胶面上，而在UV照射之后，该UV减粘膜的剥离强度能够显著降低，同时

残胶被二段固化并依附在该UV减粘膜上，从而在去除UV减粘膜时能够良好地脱除待脱胶面

上的残胶。

[0013] 在本发明中，UV减粘膜具有常规结构；具体地，UV减粘膜例如可以包括依次贴合的

基材层、UV减粘胶层和离型膜层。优选地，本发明的UV减粘膜的胶层可以采用TG值较小的胶

层。

[0014] 在本发明具体方案中，所述UV减粘膜包括胶层(即UV减粘胶层)，所述胶层包括原

胶、光引发剂和固化剂；其中，所述光引发剂的用量为原胶固含量的1-3％。即，以固含量
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100％计，光引发剂的用量为原胶的1-3％。

[0015] 进一步地，所述光引发剂可以选自TPO(即2,4 ,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化

膦)、MBF(即苯甲酰甲酸甲酯)、光引发剂1173(即2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮，简称为

HMPP)和光引发剂184(即1-羟基环己基苯基甲酮，简称为HCPK)中的至少一种。

[0016] 含有上述光引发剂的胶层能够使UV减粘膜在UV照射后具有适宜的180°剥离强度，

从而易于剥离操作。

[0017] 在本发明具体方案中，所述固化剂的用量为原胶固含量的0.2-0.8％；即，以固含

量100％计，固化剂的用量为原胶固含量的0.2-0.8％。进一步地，所述固化剂可以为异氰酸

酯固化剂。

[0018] 含有上述固化剂的胶层能够使UV减粘膜在UV照射之前具有适宜的180°剥离强度，

从而能够良好地脱除待脱胶面上的残胶。

[0019] 在本发明中，原胶可以常用本领域的常规组分，原胶例如可以采用亚克力胶等。

[0020] 此外，可以理解的是，所述UV减粘膜还包括基材层，所述基材层的材质选自聚氯乙

烯(PVC)、聚烯烃(PO)、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)等。

[0021] 上述基材层能够良好地与待脱胶面形成充分贴合，有利于提高残胶的脱除率。

[0022] 本发明对UV减粘膜各层的厚度不作严格限制，其中：基材层的厚度例如可以为100

μm左右；UV减粘胶层的厚度例如可以为20μm左右；离型膜层的厚度例如可以为38μm左右。

[0023] 在本发明中，步骤A)可以包括：

[0024] 将UV减粘膜贴覆在待脱胶面上；

[0025] 对贴覆有UV减粘膜的待脱胶面进行施压。

[0026] 其中，对施压方式及条件不作严格限制，只要能够使UV减粘膜充分贴合在残胶表

面从而有利于脱胶即可，例如可以采用重物施压、气压施压等方式进行施压。

[0027] 本发明对UV照射的条件不作严格限制；其中，所述UV照射的照射量大于200mJ/cm2

即可，其能够显著降低UV减粘膜的剥离强度，从而在去除UV减粘膜时能够良好地脱除待脱

胶面上的残胶，残胶的脱除率高。

[0028] 本发明中，在进行所述UV照射之前，所述UV减粘膜的180°剥离强度小于1N/25mm，

优选为0.2N/25mm以下，进一步优选为0.1N/25mm以下。

[0029] 本发明的脱胶方法采用UV减粘膜进行，尤其适用于去除基材表面的UV胶等残胶；

该UV减粘膜的剥离强度适宜，既能够良好地贴合在待脱胶面上，此外UV照射后的剥离强度

能够显著降低，残胶被二段固化并依附在UV减粘膜上，从而在去除UV减粘膜时能够良好地

脱除待脱胶面上的残胶，残胶脱除率高。

具体实施方式

[0030] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实

施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技

术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范

围。

[0031] 实施例1

[0032] 本实施例的UV减粘膜包括依次贴合的基材层、UV减粘胶层和离型膜层，其中基材
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层的材质为PVC，胶层的组成如下：

[0033] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0034] 光引发剂TPO：0.8份(即原胶固含量的2％)；

[0035] 异氰酸酯固化剂：0.2份(即原胶固含量的0.5％)。

[0036] 此外，基材层的厚度为100μm左右；UV减粘胶层的厚度为20μm左右；离型膜层的厚

度为38μm左右。

[0037] 本实施例的脱胶方法采用上述UV减粘膜对SUS板表面残留的UV胶进行，脱胶步骤

如下：

[0038] 将上述UV减粘膜贴覆在SUS板的具有UV残胶的待脱胶面上，向贴覆有UV减粘膜的

待脱胶面施压5min左右，使UV减粘膜充分贴合在上述残胶表面；随后，采用250mJ/cm2左右

照射量的UV光照射贴合在被贴物表面的UV减粘膜，使其剥离力下降；最后，揭去UV减粘膜，

完成脱胶操作。

[0039] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。

[0040] 实施例2

[0041] 本实施例的UV减粘膜包括依次贴合的基材层、UV减粘胶层和离型膜层，其中基材

层的材质为EVA，胶层的组成如下：

[0042] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0043] 光引发剂1173：1.2份(即原胶固含量的3％)；

[0044] 异氰酸酯固化剂：0.32份(即原胶固含量的0.8％)。

[0045] 此外，基材层的厚度为100μm左右；UV减粘胶层的厚度为25μm左右；离型膜层的厚

度为50μm左右。

[0046] 本实施例的脱胶方法采用上述UV减粘膜对玻璃板表面残留的UV胶进行，脱胶步骤

如下：

[0047] 将上述UV减粘膜贴覆在玻璃板的具有UV残胶的待脱胶面上，向贴覆有UV减粘膜的

待脱胶面施压10min左右，使UV减粘膜充分贴合在上述残胶表面；随后，采用220mJ/cm2左右

照射量的UV光照射贴合在被贴物表面的UV减粘膜，使其剥离力下降；最后，揭去UV减粘膜，

完成脱胶操作。

[0048] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。

[0049] 实施例3

[0050] 本实施例的UV减粘膜包括依次贴合的基材层、UV减粘胶层和离型膜层，其中基材

层的材质为PVC，胶层的组成如下：

[0051] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0052] 光引发剂MBF：0.4份(即原胶固含量的1％)；

[0053] 异氰酸酯固化剂：0.24份(即原胶固含量的0.6％)。

[0054] 此外，基材层的厚度为100μm左右；UV减粘胶层的厚度为22μm左右；离型膜层的厚

度为40μm左右。

[0055] 本实施例的脱胶方法采用上述UV减粘膜对SUS板表面残留的UV胶进行，脱胶步骤
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如下：

[0056] 将上述UV减粘膜贴覆在SUS板的具有UV残胶的待脱胶面上，向贴覆有UV减粘膜的

待脱胶面施压8min左右，使UV减粘膜充分贴合在上述残胶表面；随后，采用300mJ/cm2左右

照射量的UV光照射贴合在被贴物表面的UV减粘膜，使其剥离力下降；最后，揭去UV减粘膜，

完成脱胶操作。

[0057] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。

[0058] 实施例4

[0059] 本实施例的UV减粘膜包括依次贴合的基材层、UV减粘胶层和离型膜层，其中基材

层的材质为PO，胶层的组成如下：

[0060] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0061] 光引发剂184：0.6份(即原胶固含量的1.5％)；

[0062] 异氰酸酯固化剂：0.08份(即原胶固含量的0.2％)。

[0063] 此外，基材层的厚度为100μm左右；UV减粘胶层的厚度为20μm左右；离型膜层的厚

度为40μm左右。

[0064] 本实施例的脱胶方法采用上述UV减粘膜对SUS板表面残留的UV胶进行，脱胶步骤

如下：

[0065] 将上述UV减粘膜贴覆在SUS板的具有UV残胶的待脱胶面上，向贴覆有UV减粘膜的

待脱胶面施压5min左右，使UV减粘膜充分贴合在上述残胶表面；随后，采用280mJ/cm2左右

照射量的UV光照射贴合在被贴物表面的UV减粘膜，使其剥离力下降；最后，揭去UV减粘膜，

完成脱胶操作。

[0066] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。

[0067] 实施例5

[0068] 本实施例的UV减粘膜包括依次贴合的基材层、UV减粘胶层和离型膜层，其中基材

层的材质为PVC，胶层的组成如下：

[0069] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0070] 光引发剂TPO：1.0份(即原胶固含量的2.5％)；

[0071] 异氰酸酯固化剂：0.16份(即原胶固含量的0.4％)。

[0072] 此外，基材层的厚度为100μm左右；UV减粘胶层的厚度为20μm左右；离型膜层的厚

度为38μm左右。

[0073] 本实施例的脱胶方法采用上述UV减粘膜对PCB板表面残留的UV胶进行，脱胶步骤

如下：

[0074] 将上述UV减粘膜贴覆在PCB板的具有UV残胶的待脱胶面上，向贴覆有UV减粘膜的

待脱胶面施压5min左右，使UV减粘膜充分贴合在上述残胶表面；随后，采用250mJ/cm2左右

照射量的UV光照射贴合在被贴物表面的UV减粘膜，使其剥离力下降；最后，揭去UV减粘膜，

完成脱胶操作。

[0075] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。
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[0076] 实施例6

[0077] 本实施例的UV减粘膜包括依次贴合的基材层、UV减粘胶层和离型膜层，其中基材

层的材质为PVC，胶层的组成如下：

[0078] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0079] 光引发剂TPO：0.8份(即原胶固含量的2％)；

[0080] 异氰酸酯固化剂：0.12份(即原胶固含量的0.3％)。

[0081] 此外，基材层的厚度为100μm左右；UV减粘胶层的厚度为20μm左右；离型膜层的厚

度为38μm左右。

[0082] 本实施例的脱胶方法采用上述UV减粘膜对QFN板表面残留的UV胶进行，脱胶步骤

如下：

[0083] 将上述UV减粘膜贴覆在QFN板的具有UV残胶的待脱胶面上，向贴覆有UV减粘膜的

待脱胶面施压5min左右，使UV减粘膜充分贴合在上述残胶表面；随后，采用250mJ/cm2左右

照射量的UV光照射贴合在被贴物表面的UV减粘膜，使其剥离力下降；最后，揭去UV减粘膜，

完成脱胶操作。

[0084] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。

[0085] 对照例1

[0086] 本对照例中，除UV减粘膜中胶层的组成与实施例1不同之外，其余均与实施例1相

同。

[0087] 其中，本对照例UV减粘膜中胶层的组成如下：

[0088] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0089] 光引发剂TPO：0.8份(即原胶固含量的2％)；

[0090] 异氰酸酯固化剂：0.06份(即原胶固含量的0.15％)。

[0091] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。

[0092] 对照例2

[0093] 本对照例中，除UV减粘膜中胶层的组成与实施例5不同之外，其余均与实施例5相

同。

[0094] 其中，本对照例UV减粘膜中胶层的组成如下：

[0095] 亚克力胶(固含量为40％左右)：100份；

[0096] 光引发剂TPO：1.0份(即原胶固含量的2.5％)；

[0097] 异氰酸酯固化剂：0.8份(即原胶固含量的2％)。

[0098] 采用GB/T  2792-1998方法检测照射前、后UV减粘膜的180°剥离强度，采用显微镜

(200/50/10倍放大)检测脱胶后的残胶情况，结果见表1。

[0099] 表1UV减粘膜的剥离强度及残胶率检测结果
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[0100]

[0101]

[0102] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽

管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依

然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进

行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术

方案的范围。
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